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Abstract (en)
[origin: WO2023156253A1] The invention relates to a method for manufacturing an assembly (6) formed of a body (1) and of a device for regulating
the temperature of the body (1), the method consisting in carrying out the following sequential steps: - applying a layer (2) of an electrically insulating
polymer to at least one portion (7) of the body (1); - applying a layer (3) of a resistive alloy to the polymer; - etching the layer (3) of the resistive alloy
with a view to producing an electrical track (4); - applying a layer (5) of an electrically insulating polymer to the etched layer (3) of the resistive alloy.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de fabrication d'un ensemble (6) formé d'un corps (1) et d'un dispositif de régulation de la température du corps
(1), consistant à réaliser, dans l'ordre, les étapes suivantes :- Application d'une couche (2) d'un polymère isolant électrique sur au moins une portion
(7) dudit corps (1),- Application d'une couche (3) d'un alliage résistif sur ledit polymère,- Gravure de la couche (3) d'alliage résistif en vue de réaliser
une piste électrique (4),- Application d'une couche (5) d'un polymère isolant électrique sur la couche (3) d'alliage résistif gravée.
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